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(3) Durchkontaktierte Leiterplatte mit Leiterplattenbohrung 

@ Boi bishcrigcn durchkontaktierten Leiterplatten mit ei- 
ner Leiterplattenbohrung wird ein Spaltzur besseren Iso- 
lierung zwischen Leiterplatte und Metallniet ausgebildet. 
Beim Verloten lauft aber Lotpaste aufgrund der Kapillar- 
wirkung in den Spalt und vermindert dadurch die Warme- 
abfuhr. 

Um den Abflufc der Lotpaste beim Loten zu verhindern, 
wird in der Leiterplattenbohrung zumindest der innere 
Kontakt entfernt, so daft spater im Spalt keine Kontakt- 
schicht an der Leiterplatte mehr ausgebildet ist. 
Diese Anordnung ermoglicht eine hone Warmeableitung 
bei Aufbauten mit Leistungsbauelementen. Vor allem im 
Kraftfahrzeugbereich, insbesondere bei Anti-Blockier-Sy- 
stemen erweistsich eine derartige Anordnung als vortefl- 
haft. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine durchkontaktierte Leiterplatte 
mil T^eiterplattenbohrung zur Einbringung einer Metal 1 niet, 
die der Warmeableitung dienL 

Fur Steuergerate, insbesondere ABS (Anti-Blockier-Sy- 
stem) werden derzeit zur Warmeableitung von Leistungs- 
bauelementen in Aluminiumplatten Kupfernieten verwen- 
det. Fig. 1 zeigt eine solche herkommliche Kupfemietstelle. 
Der Aufbau besteht aus einer Leiterplatte 9, welche zum 
Beispiel aus dem Leiterplattenmaterial FR4 aufgebaut ist. 
Diese Leiterplatte 9 wurde durchkontaktiert, wie es dem 
Stand der Technik entspricht, so daB die Leiterplatte 9 nicht 
nur auf der Ober- und Unterseite Kontakte 8A, 8B aufweist, 
sondem auch seitliche Metallisierung 8C im Innern einer 
Bohrung 11 besitzt. Die oberen, unteren und seitlichen Kon- 
taktflachen 8A, 8B, 8C umlaufen dann die gesamte Offnung 
11. Eine Aluminiumplatte 10 wird auf der Unterseite der 
Leiterplatte 9 angebracht. Die Aluminiumplatte 10 dient zur 
Warmeabfuhr. Die Leiterplatte 9 und die Aluminiumplatte 
10 sind durch eine Laminierung b miteinander mechanisch 
verbunden. Um die Belastung der Leiterplatte 9 moglichst 
gering zu halten, muB die Laminierung 6 elektrisch und 
thennisch isolierend wirken. In der Aluminiumplatte 10 be- 
findet sieh ein Niel 5. Niet 5 und Leiterplatte 9 slehen nichL 
in Verbindung. Zwischen Niet 5 und Leiterplatte 9 ist sogar 
ein Spalt 7 ausgebildet. Die Aluminiumplatte 10 und der 
Niet 5 dagegen slehen in guter thermischer Verbindung. Auf 
dem Niet 5 ist Lotpaste 4A aufgedruckt, um eine gute ther- 
ntische Anbindung an das Leistungsbauelement 1 zu errei- 
chen. Das Leistungsbauelement 1 wird thennisch und me- 
chanisch mitt els Lbtpaste 4 A, 4B AC auf dem Niet 5 befe- 
sligt. Elektrisch wird das Leistungsbauelement 1 mil den auf 
der Oberseite der Leiterplatte 9 liegenden Kontakten 12 ver- 
bunden. Die mecbanische und thermische Verbindung zwi- 
schen Niet 5 und Leistungsbauelement 1 und die elektrische 
Verbindung zwischen Leistungsbauelement 1 und Leiter- 
platte 9 erfolgt durch einen Lotvorgang. 

Nachteilig hierbei ist jedoch, daB durch die Erwarmung 
beim Lotvorgang die Lbtpaste 4A, 4B zwischen Niet 5 und 
Leistungsbauelement 1 verlauft. Dabei flieBt dann, bedingt 
durch die Kapillarwirkung, ein Teil der Lotpaste 4A, 4C die 
innere Konraktflache 8C entlang in den Spalt 7. Dieses Lot 
fchlt dann fur die Anbindung des Leistungsbauelements. 
Dadurch erhoht sich der Warmewiderstand Rth der Lolstelle. 
Kin weiterer Nachleil besteht darin, daB der Niet aus ferti- 
gungstechnischen Grunden nach dem Laminieren einge- 
bracht werden muB. Um bei der Montage eine Beschadi- 
gung der Leiterplatte zu vermeiden, ist ein Sicherheitsab- 
stand in Form eines Spaltes zwischen Niet und Leiterplatte 
erlordcrlich. 

Die DE43 26 506A1 offenbart ein elektrisches GeraU 
das eine Leiterfolie aufweist, welche mit SMD-Leistungs- 
bauelementen bestuckt ist. Diese Leiterfolie ist zur mecha- 
nischen Stabilisierung und zur Warmeableitung der von den 
Leistungsbauelemenien erzeugten Warme auf eine Trager- 
pldtle aufgebracht. Unterhalb des Leistungsbauelements ist 
auf der Leiterfolie eine lotfahige Randschichl ausgebildet, 
die eine groBflachige Ausnehmung begrenzt. Diese Ausneh- 
mung ist mit einer warmeleitenden Masse aufgefiillt, so daB 
ein groBflachiger Warmetran sport vom Leistungsbauele- 
ment zur Tragerplatle mogiich ist. In dieser Druckschrift 
wird eine Leiterfolie offenbart, die unterhalb der aufliegen- 
den Leistungsbauelemente mit Durchkontaktierungen ver- 
schen sind. Diese Durchkontaktierungen befinden sich in 
den Bohrungen der Leiterfolie. Hierbei sind die Bohrungen 
auf der Oberseite, der Unterseite und im Innern der Leiterfo- 
lie von einer kreisiorniigen leitenden Beschichtung umge- 
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ben, die mit einer warmeleitenden Masse gefulll ist. Damit 
wird eine ausreichende Warmeiibertragung vom Leistungs- 
bauelement zur Tragerplatle sichergestellt. Bei dieser be- 
kannten Losung iritt. das ohen beschriebene Grundprohlem 
5 nicht auf. Nachtteil ist jedoch der aufwendige Prozess des 
Auffullens der Durchkontaktierungen. 

In der DE41 07312A1 wird eine Montageanordnung 
von Halbleiterbauelementen auf einer Leiterplatte offenbart. 
Hierbei werden die Bauelemente auf eine Leiterplatte mon- 

to tiert. Die Leiterplatte wiederum ist mittels einer elektrisch 
isolierenden Zwischen schicht auf einem metallischen Tra- 
ger angeordnet. Zur Verbesserung der Warmeabfuhr werden 
im Bereich der metallischen Auflageflache des Bauelements 
Durchkontaktierungen eingebracht, die mit Lot gefullt wer- 

15 den, wodurch die Warmeableitung auf den metallischen 
Trager verbessert wird. Dabei kann jedoch nicht sicherge- 
stellt werden, daB im Innern die Durchkontakuerung voll- 
standig mit Lot gefullt. wird und folglich die Vcrlustwarmc 
nicht optimal abgefuhrt wird. 

20 Die DE42 20 966A1 offenbart eine Tragerplatte fur 
elektrische Bauteile, welche eine Durchgangsotfnung auf- 
weist, in der eine separate Warmesenke zum Ableiten der 
Verlustwanne eines zu kiihlenden Bauteils fixiert ist. Um 
eine effektive Kithlung des Bauteils zu gewahrleisten, wird 

25 die Durchgangsoflnung unterhalb des Bauteils erzeugt und 
die Warmesenke bezuglich der Durchgangsoffnung im Un- 
termaB ausgebildet. Die Wannesenke wird nach dem Ein- 
bringen in die Durchgangsoffnung unter Bildung eines 
PreBsitzes plastisch verfonnt. Dieser Prozess des Einbrin- 

30 gens der Warmesenke ist fertigungstechnisch sehr aufwen- 
• dig. 

Die DE 196 01 649 A 1 offenbart eine Anordnung zur 
Verbesserung der Warmeableitung bei elektrischen und 
elektronischen Bauelementen, bei der eine die. Bauelemente 

35 tragende Leiterplatte uber eine Isolationsschicht mit einer 
Metallplatte stoffschlussig verbunden ist, wobei im Bereich 
wenigstens eines Bauelements in die Leiterplatte und in die 
Isolationsschicht korrespondierende Offnungen eingebracht 
sind und mittels eines Stanzvorgangs in die Metallplatte der 

40 Aufbau eingepreBte Erhebungen aufweist, deren Hbhe etwa 
der Dicke der Leiterplatte und der Isolationsschicht ent- 
spricht oder diese geringfugig iibersteigt und wobei die Er- 
hebungen durch die Offnungen hindurchgefiihrt werden. 
Diese Erhebung kann auch als separates Teil in Form eines 

45 Noppens oder einer Warze in die Offnung ein- und auf die 
Metallplatte aufgesetzt werden. Auch bei dieser Losung be- 
steht die Gefahr, daB in den verbleibenden Spalt zwischen 
Erhebung bzw. Noppen und Offnung zu viel Lot ab flieBt. 
Die EP 0 836 227 A2 offenbart eine Multilayer-Leiter- 

50 platte mit einer Bohrung, in der sich ein warmeleitendes zy- 
lindrisch ausgehtldeter Niet befindet. Auf dem warmeleiten- 
den Niet ist das elektronische Bauteil, lediglich iiber ein 
warmeleitendes Plattchen aufgesetzt, um dessen Verlust- 
warme abzufiihren. Das warmeleitende Substrat ist zusam- 

55 men mit der Leiterplatte auf der Warmesenke aufgebracht. 
Zwischen dem warmeleitenden Substrat und der Innenflache 
der Bohrung ist ein Luftspalt ausgebildet, um die Warmelei- 
tung von dem Niet zu den ebenfalls in die Bohrung fuhren- 
den innen liegenden Leiterbahnen zu verringern und um so- 

60 mit eine Aufheizung der Leiterplatte zu vermeiden. Dieser 
Spalt bleibt entweder leer oder wird mit einem elektrisch 
isolierenden Kunststoff, namlich Polyurethan aufgefiillt. 
Dadurch, daB die Bauteile lediglich auf den Niel aufgesetzt 
werden, ist die Warmeableitung aufgrund desgeringen War- 

65 mckontakts zwischen Niet und Bauteil nicht optimal. 

Die US 5,014,904 offenbart eine Vorricht ung zur Warme- 
ableitung bei Leiterplatten. In der Leiterplatte befindet sich 
eine Offnung, die zur Wanneabfuhr dient. In dieser Offnung 
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befindet sich ein wSnneleitender Block, auf dem wiederun. 
das elektronische SMD- (surface mounted device) Bauteil 
aufceklebi isl, dessen elekirische Anschliisse mil der Leiter- 
platte verbunden sind. Der warmeleilende Block wiederun. 
is, mit einer Kiihlplatte verbunden, welche die Warnie ab- 
fiihrt. Der warmeleilende Block wird niiitels eines Presspas- 
ses oder Klebstoff befestigt, . 

Nachieilig dabei isl wiederum das prozesstechmsch aul- 
wendige Verfahren zum Einfuhren eines solchen Blockes 
mittels Presspass bzw. das fertigungstechnisch etwas aut- 
wendigere Klebeverfahren. 

Die US 1,095.404 zeigt eine Leiierplaiie mil einer Bon- 
runs in der sich eine als Block ausgebildete Warmesenke 
befindet. Die Wannesenke isl mil Hilfe von Schrauben am 
Kiihlblock befestigt. Auch bei dieser bekannten Anordnung 
wird auf dem Block ein inlegrierler Schaltkreis autgeklebl. 
Die dabei entstehende Klebstoffschichi stehi einer optima- 
lcn Warmcabfuhr cnigcgcn. . 

In einer weiteren Veroffentlichung der JP 3-152993, wird 
ein Verfahren dargestellt, bei dem Lotpaste auf eine Leiter- 
Dlalte aufgebracht wird. In der dargestellten Leiterplatte be- 
finden sich Bohrungen. En Teil der Bohrungen sind am obe- 
ren und unteren Rand und im Innem mil leitfahigem Mate- 
rial ausgekleidet. Ein anderer Teil der Bohrungen sind I nur 
oben Oder unlen, aber nichl im Innem mil leilfahigem Male- 
rial versehen. Urn zu verhindem, daB beim Loten die aurge- 
tragene Lotpaste zur Kontaklierung der Bauelemente durch 
die Bohrungen abflieBen kann. werden die Bohrungen mit- 
tels Gunimiwischer auch mit Lotpaste gefiilll. 

Die Aufgabe der Erfindung isl die Leiterplatte derart aus- 
zugestalien, daB sich die Anbindung zwischen dem Metall- 
niei und dem Leistungsbauelement und damil auch die ^War- 
meabfuhrung vom Leistungsbauelement iiber den Metall- 
niel zu einer metallischen Tragerplatle verbessert. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale 
des Patentanspruchs 1 gelost. Hier wird in der Leiterplatten- 
bohrung der durchkontaktierten Leiterplatte die durchkon- 
taktierte Schicht entfemt. 

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhan- 
gigen AnsprUchen. Hierbei wird die Kontaklierung im In- 
nem der Offnung mechanisch insbesondere durch das Auf- 
bohren der Offnung oder chemisch entfemt. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile sind eine opti- 
malc Warmeabfuhr. ohne ein mehr an Lotmasse zu benoti- 

8L Die Erfindung soil nachfolgend anhand eines Ausfiih- 
rungsbeispiels in Zusammenhang mil Fig. 2 naher erlauien 
werden. 



nische Bearbeitung z.B. Bohren realisiert werden. Bei- 
spielsweisc kann bereits bei der Freilegung der Offnung ,11 
ein groBercr Bohrlochdurchmesser gewahlt werden so daB 
die innen liegende 5 Kontaktflache tC hereits beim Auftoh- 
ren entfernt wird. Im Innern der Leiterplattenoffnung 11 1* 
ietzi nur das nichl leitende FR4-Leiterplattenmatenal. bine 
Aluminiumplatte 10 wird dann auf der Unterseile der Leiter- 
platte 9 angebracht . Die Aluminiumplatie 10 dient zur War- 
meabfuhr. Die Leiterplatte 9 und die Aluminiumplatte 10 
sind durch eine Laminierung 6 miteinander 10 mechanisch 
verbunden. Urn die Belastung der Leiterplatte 9 genng zu 
halten muB die Laminierung 6 elektrisch und thernusch iso- 
lierend wirken. In der Aluminiumplatte 10 befindetsich ein 
Niet 5. Niet S und Leiterplaite 9 stehen nichl in Verbindung. 
15 Zwischen Niet 5 und Leiterplatte 9 isl ein Spalt 7 ausgebil- 
det. Die Aluminiumplatte 10 und der Niet 5 dagegen stehen 
in guier 15 therniischer Verbindung. Auf dem Niet 5 ^ist Lot- 
paste 4A aufgcdruckt, um cine gutc thcrmischc Anbindung 
an das Leistungsbauelement 1 zu erreichen. Das Leistungs- 
bauelement wird themiisch und mechanisch mittels Lotpa- 
ste 4A 4B, 4C auf dem Niet 5 befestigt. Elektrisch wird das 
Leistungsbauelement 1 mil den auf derOberseite der Leiter- 
platte liegeriden Kontakten 12 verbunden. Die 20 mechani- 
sche und thermische Verbindung zwischen Niet 5 und Lei- 
stungsbauelement 1 und die elekirische Verbindung zwi- 
schen Leistungsbauelement 1 und Leiterplatte 9 erfolgt 
durch einen LStvorgang. Durch die Erwarmung beim Lot- 
vorgang verlauft die Lotpaste 4A zwischen Niet und Lei- 
stungsbauelement. Durch die Entfernung der Konuktflache 
8C im Innern der 25 Leiterplatte 9 wird der Kapillareftekt 
verhindert und der Spalt 7 bleibt beim Loten trei von Lotpa- 
ste 4A 4C 

Ferrier sei darauf verwiesen, daB es sich bei den Leiter- 
platten nicht nur um starre Aufbauten handelt, sondern es 
sich auch um elastische Folien handein kann. 

Gleichf alls ist es nicht zwingend notwendig, daB die Lei- 
terplattenbohrung 30 kreisrund ist. Sie kann auch andere 
Fonnen annehmen und z. B. rechteckig oder quadratisch 

^^eoretisch konnte auch die Metallisierung 8C im Innern 
der Bohrung 11 mit einem nicht leitenden Mittel z. B. einer 
Folie abgedeckt werden, um das Ablaufen des Lotes in den 
Spalt zu verhindem. 
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Kurze Beschreibung der Figuren 

Fig. 1: Schematischer Aufbau einer herkommlichen Me- 
tallnietlotsteUe 

Fig. 2: Schematischer Aufbau einer abfluBfreien Metall- 

nietlotsielle ^ ^ 

Fig 2 zeigt eine abfluBfreie Kupfemietstelle. Der Aufbau 
besteht aus einer Leiterplatte 9, welche zum Beispiel aus 
dem Leiierplattenmaterial FR4 aufgebaut ist. Diese Leiter- 
plaite 9 wurde durchkontaktierl, wie es dem Stand der Tech- 
nik entsprichl, so daB die Leiterplatte 9 nicht nur auf der 
Obcr- und Unterseile Metallisierungen 12, 8A, 8B autweisU 
sondern auch eine seitliche Metallisierung 8C im Innern ei- 
ner Bohrung U besitzt. Bei der durchkontaktierten Leiter- 
platte die eine durchkontaktierte Offnung aufweist, wird 
zumindest die innen licgende Kontaktflache 8C entfemt. 
Auch kann die unten liegende Kontaktflache 8B entiernt 
werden. Die Entfernung der unerwunschten Kontaktflachen 
8C kann durch einen chemischen ProzeB oder durch mecha- 



45 Patentanspriiche 

1 Verfahren zur Bearbeitung einer durchkontaktierten 
Leiterplatte (9) mit einer Leiterplattenbohrung (11) zur 
Einbringung eines Metailnietes (5), die der Warmeab- 
50 leitung von einem auf der Leiterplatte angebrachten 
Leistungsbauelement zu einem metallischen Trager 
dient, dadurch gekennzeichnet, daB die Metallisie- 
rung (8C) im Innem der Leiterplattenbohrung (11) ent- 
femt wird. 

55 i Verfahren zur Bearbeitung einer durchkontaktierten 
Leiterplatte (9) nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die MetaUisierung (8C) im Innern der 
Leiterplattenbohrung (11) mechanisch abgetragen 
wird insbesondere durch Aufbohren der Leiterplatten- 
60 offnung ( ID oder durch Abtrennen der MetaUisierung 

^vferMiren zur Bearbeitung einer durchkontaktierten 
Leiterplatte (9) nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Metallisierung (8C) im Innern che- 
65 misch entfernt wird. 

4 Montageanordnung von Leislungsbauelementen aut 
einer Leiterplatte mit einer nach Anspruch 1 bearbeite- 
ten Leiterplattenoffnung (11). dadurch gekennzeichnet, 
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daB 

- zunrindest cin Leistungsbaue lenient (1) auf ei- 
nen Niet (5) aufgelotet ist, 

- der Niet (5) sich in der T^eiterplaUenoffnung 
(11) befindet, 5 

- in der Leiterplattenoffnung (11) zwischen Niet 
(5) und Leiterplatte (9) ein Spall (7) ausgebildet 
ist und 

- der Niet (5) mil einer metallischen Tragerplatte 
(10) verbunden ist, weiche die Warme vom Lei- 10 
stungsbauelemenr (1) abfuhrt. 
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